证券代码：002745                                         证券简称：木林森

木林森股份有限公司投资者关系活动记录表
                                                           编号：2019-001
	投资者关系活动类别

	□特定对象调研                           分析师会议
□媒体采访                               □业绩说明会
□新闻发布会                             □路演活动
□现场参观	
□其他（请文字说明其他活动内容）

	参与单位名称及人员姓名
	陶胤至 中信建设；徐进 万家投资；杨欣 银华基金；施柏均 青沣资产；彭雾 广发证券；唐弘翼   国信证券；刘明、金龙 东方阿尔法；亓辰  易方达；	江政琦  安信农保；冯明远信达澳银；	苏晓伟 重器资产；李子扬 合煦智远；曹佳、李委驰 钜洲投资；刘翔    天平洋证券；王谋 博时基金；张雪薇 景顺长城；刘旭 泰康资产，共19家机构。

	时间
	2019年1月9日

	地点
	中山市小榄镇木林森大道1号1楼会议室

	上市公司接待人员姓名
	董事长孙清焕、财务总监易亚男、董事会秘书李冠群

	投资者关系活动主要内容介绍

	问题1、主营业务在行业处于什么阶段，未来的格局怎么变化，木林森未来在行业的变化的位置？
[bookmark: _GoBack]回答：原来木林森的主业主要是封装，朗德万斯整合并入上市公司以后，公司分两个主要的板块，个人的定义一个板块为制造板块，另一个板块为品牌渠道，首先制造板块建立在封装领域的多年布局，在LED这个行业，产品能够多样化。制造板块未来主要是围绕灯珠、线路板及电源控制这三大部分。另一个板块品牌渠道很大的程度上带动木林森的制造板块，2018年第四季度，两个板块的联动效应开始体现。主要是通过经营理念的磨合，加强产品的标准化，降低生产成本。同时，也与国外的大的光源厂商有了更好的合作，在品质和供应上得到充分的保障，竞争力也进一步提升。
问题2、目前阶段性的有些困难，未来一年有哪些困难，如何应对这些困难？
回答：2018年受到大环境的影响，总需求在大环境的变化下有所放缓，芯片产能过剩，导致照明产品价格竞争较大。应对的措施：充分利用现有的设备和厂房，对固定资产的投入进行控制与调整。按照现有的市场，公司未来在小间距的显示屏灯珠封装通过技术的革新，来应对预期的困难，白光方面维持稳定的产量，并且还在进一步优化产品结构，且产品的出口量上有上涨。
问题3、对今年照明市场的看法？
回答：我个人认为照明市场的产品分两类：一类是出口有专利高端的产品，另一类是在新兴市场以性价比为主导产品，在市场大环境不好的情况下，大家就更在意性价比，在白光LED产品方面，木林森有相对明显的优势。高端产品在朗德万斯带动国外高端的灯珠的需求和开发晶的合作解决了专利出海口问题。
    问题4、	如何看待库存较高的问题？
回答：我们一直在调整产品结构，通过产品结构的转换去调整库存的结构。
问题5、	芯片的价格和终端产品价格的是否存在传导机制？
回答：有传导机制，芯片价格下降，封装企业的价格也会有一定的下降幅度。但是芯片占封装的成本越低，个人认为对木林森越有优势。
问题6：合计报表预计负债的增加是因为什么原因？
回答：是朗德万斯合并以后计提的重组费用。
问题7：木林森制造端经验如何做好品牌渠道端？
回答：第一通过研讨把握总体大方向，由专业的营销团队负责品牌渠道，专业的事情给专业人做，第二个人认为不管是品牌还是营销，最主要的还是核心竞争力的产品。通过最有核心竞争力的产品去带动品牌和渠道端。
问题8：今年对短期负债的有哪些安排？
回答：我们的有息负债在我们可控的范围内，看到的短期负债比较高，其实我们是有对冲风险的，有一部分是以票据作为融资，这一部分可以对冲，对冲以后我们的短期负债率会下降，而且这一部分有全额的保证金。我们在整个盘子可控的情况下，为了降低融资成本，我们在同行相同规模的融资，我们融资成本是低于同行的，所有的融资风险是可控的。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2019年1月10日



